SABIC® MATERYAL PASAPORTU ﬁTILLLI

LLDPE 118NJ

Sisirme Film Ekstruzyonu icin Lineer
Alcak Yogunluklu Polietilen

Genel amacli, yuksek delinme direncli ve
TNPP icermeyen, cok yonlu ambalaj cozumu.
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Teknik Ozet: Karakteristik Degerler

YUksek darbe sonumleme ve dengeli akiskanlik ile optimize edilmis standart formul.
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Ideal Kullanim Alanlan

Endustriyel paketlemeden tarim filmlerine kadar genis bir spektrumda guvenli kullanim.
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Agir Tasima ve Buz ve Dondurulmus -
Nakliye Torbalari Gida Ambalajlari WOIY TOMNIAA Ye Paget
P o
: . Endustriyel Tuketici Laminasyon ve
Yenm Fimiert Ambalajlar Koekstriizyon Filmleri

Ozel Formiil Notu: Yiiksek seffaflik (highi clarity) veya shrink film uygulamalari igin %10-20 nramnda- LDPE ile harmanlanara_k |(U||Elﬁ-l|_mi:]|ldlr.-
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Neden Seciimeli?

Zorlu kosullara dayaniklh, guclu film yapilari
hedeflendiginde dogru tercihtir.

' 1 Zorlu Ambalaj Gereksinimi

Filmin yirtilma ve delinmeye karsi ekstra mekanik direng
(toughness) gostermesi gereken agir hizmet durumlarinda.

a Sicak Yapisma (Hot-tack) Ihtiyaci

Ylksek hizli paketleme hatlarinda kaynak kalitesinin ve sicak
yapisma performansinin kusursuz olmasi istendiginde.

1) Temiz igerik Talebi

Uretimde antioksidan destekli (+) ve dzellikle TNPP icermeyen
(TNPP-free) guvenilir bir recine arandiginda.
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Ne Zaman Sec¢ilmez?

Urtin sinirlarini bilmek, dogru uygulama icin
hayati onem tasir.

| @ Medikal ve Farmasotik Kullanim

lac veya tibbi/medikal ambalaj uygulamalari s6z konusu
oldugunda (Bu regine bu alanlar igin kesinlikle kullanilamaz ve
onayl degildir).

V1) Katkisiz Yiiksek Seffaflik

Tek basina (LDPE harmani olmadan) ekstra yiiksek seffaflik
(high clarity) beklentisi oldugunda.

) Farkh Uretim Prosesleri

Sisirme film (blown film) ekstriizyonu diginda farkl plastik
iIsleme/sekillendirme metotlari kullanilacaginda.
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Proses ve Uretim Notlari

| = Optimum film ozellikleri icin standart
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S 4 Kiefel IBC isleme kosullari.
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Formiilasyon Notu: y i .
Antioksidan (+) icerir. - Shrink film uretimi icin LDPE ile

harman sarttir.
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Karar Ozeti

vh

SABIC® LLDPE 118NJ; endustriyel tasima
torbalarindan tarim filmlerine kadar genis bir
yelpazede guvenle ¢alisabilen, yuksek delinme
direncine sahip, TNPP icermeyen quc¢lu bir
genel amach film recinesidir. , ,

TDS Belgesini Indir [ Uzman ile lletisime Geg ]




